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以下資料由聯策科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意
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   認購相關資訊
   公司簡介
   風險事項說明(申請登錄戰略新板公司適用)
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：聯策科技股份有限公司 (股票代號：6658 )

申請登錄：(一般板       □戰略新板
	董事長
	林文彬

	總經理
	陳文生

	資本額
	新台幣300,280,000元

	輔導推薦證券商
	元富證券股份有限公司
台新綜合證券股份有限公司
中國信託綜合證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	元富證券(02)2325-5818 #854陳先生

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購聯策科技股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦
	協辦

	
	元富證券股份
有限公司
	中國信託綜合證券股份有限公司
	台新綜合證券股份
有限公司

	認購日期
	110年11月1日

	認購股數（股）
	701,000
	100,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	2.34%
	0.33%
	0.33%

	認購價格
	每股新台幣28元

	認購價格之訂定

依據及方式
	一、認購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式
本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法、成本法及現金流量折現法等方式，以推算合理之承銷價格，做為聯策科技股份有限公司(以下簡稱聯策或該公司)辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司所處產業前景、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。
二、認購價格訂定與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較，目前股票價值評估方法眾多，各方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前常用之股票評價方法主要包括：

1. 市價法：本益比法(Price/Earnings ratio，P/E ratio)或股價淨值比法(Price Book value ratio，P/B ratio)，均透過已公開的資訊與整體市場、產業性質相近之同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業之價值依據，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分做折溢價之調整。

2. 成本法：係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。

3. 現金流量折現法：採用未來現金流量作為公司價值評定之基礎。

以上股票評價方法：成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反映資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握；股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或產業成熟但獲利波動劇烈的景氣循環公司，而該公司屬獲利穩定之產業，故本推薦證券商僅就本益比法作為評估基準。

三、發行人與已上市櫃同業之本益比之比較情形
聯策科技以外觀檢查機起家，目前以『視覺設備&應用』、『濕製程設備&材料』及『生產設備』三大產品為營運主軸，產品可廣泛應用於印刷電路板、光電、與半導體等相關領域，並提供原物料、耗材與技術整合服務。
隨智慧製造趨勢成為PCB產業轉型高值化之路，該公司扮演的功能主要是透過智慧化生產及製程品質提升，提供客製化設備，並於自製設備或客戶既有設備進行影像AI 及數據AI 等軟體架設，使設備資料橫向串聯上傳，並整合為分析/利用之數據，以協助產業全面提升到智慧製造層級，提升PCB產業附加價值。
目前國內並無與該公司產品完全相同者，經參考國內已上市櫃相關之PCB設備同業資料，選擇業務型態、產品性質、公司規模及營業項目較為相近者作為採樣同業，包含揚博(上市公司，股票代碼2493，主要產品為濕製程設備，與本公司濕製程設備&材料產品近似)、牧德(上市公司，股票代碼3563，主要產品為AOI設備，與本公司視覺自動化&應用&智慧製造產品近似)及迅得(上市公司，股票代碼6438，主要產品為生產印刷電路板製程之自動化設備及其相關產品，與本公司視覺自動化&應用&智慧製造產品近似)，茲彙總採樣同業最近三個月(110年7月~9月)之平均本益比如下：

單位：倍

期間
採樣同業
110年7月
110年8月
110年9月
最近三月平均本益比

揚博(2493)
15.64
15.27
15.85
15.59
牧德(3563)
17.85
19.19
16.76
17.93
迅得(6438)

14.32
14.36
12.84
13.84
上市其他電子業類

12.57
12.16
11.91
12.21
上櫃其他電子業類

23.33
22.23
21.24
22.27
資料來源：台灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站

由上表得知，該公司採樣同業及上市、櫃電子零組件類最近三個月（110年7月~110年9月）之平均本益比約介於12.21倍~22.27倍之間。以該公司最近四季(109年第三季至110年第二季)經會計師查核之合併財務報告，每股稅後盈餘為1.89元，若以此每股盈餘與上述本益比區間為計算基礎計算其參考價格區間為23.08元至42.09元，另考量興櫃流動性風險給予八折作為風險貼水，調整後之參考價格區間為18.46元至33.67元。

四、推薦證券商就其與發行人所共同議定認購價格合理性之評估意見。
　　綜上所述，本次興櫃認購價格之訂定係參酌國際慣用之評價法計算該公司合理價格，並考量該公司之所處產業前景、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之興櫃每股認購價格為28元，尚屬合理。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	【公司介紹】
聯策科技股份有限公司設立於民國91年4月29日，致力於智慧製造系統整合、印刷電路板自動化設備、原物料及半導體相關設備，以精湛的技術應用與卓越的產品品質深受客戶信賴。為擴大對客戶服務，在中國(華南)東莞、(華東)昆山、(華北)秦皇島、泰國的營運據點外，也設立印度子公司佈建新市場。因應智慧化生產發展，以及滿足更廣泛的品質製程與客戶需求，公司持續強化視覺系統應用基礎，提升自動化生產的效能與完整的檢測、品質預測、為客戶提供最可靠的產品與服務，『以智慧製造創造客戶競爭力』的使命及以『客戶導向』的承諾，將是公司持續精進的動力。
【歷史沿革】
年度

重要紀事

民國91年4月

成立「聯策科技股份有限公司」，資本額新台幣伍百萬元整。
民國91年6月

引進外觀檢查機，推廣以設備取代人工檢測。
民國92年9月

推出第一台自製線寬線距量測儀。
民國93年10月
設立「東莞市聯策貿易有限公司」，拓展大陸市場。
民國94年1月

引進自動外觀檢查機，以自動化模式提升檢測效率。
民國96年3月

擴遷桃園新廠。
民國96年3月

推出第一台自製自動線寬線距量測儀、底片檢查機。
民國96年4月
推出自製軟板外觀檢查機
民國97年1月
成立東莞市聯策貿易有限公司「昆山分公司」，拓展華東區市場。
民國 98年3月

成立軟體部門，開啟軟體客製加值服務，強化設備多元整合能力。
民國 99年4月
成立特用化學材料部門。
民國100年6月
導入軟板(FPC)相關設備及應用
民國102年3月
引進韓國高階生產設備、成立濕製程技術服務部門。
民國103年1月
取得「光學式瑕疵檢測系統」新型專利。
民國103年8月
成立「昆山聯策電子有限公司，擴大華東區業務。
民國103年9月
原股東增資至新台幣1.2億。
民國104年3月
成立「泰國辦事處」。
民國104年4月
增資至新台幣1.7億。
民國104年4月
取得「影像檢測系統」新型專利。
民國104年4月
成立自動化視覺應用部門。
民國104年7月
取得「高效率吸取裝置」新型專利。
民國104年8月
設立子公司「昆山聯策電子公司」
民國104年11月
引進法人股東、增資至新台幣2.2億。
民國104年12月
引進策略股東、增資至新台幣2.42億。
民國105年 1 月
導入PCB高階捲對捲解決方案、提供工業4.0感知層解決方案。
民國105年12月
取得日本Area Designe公司「吸入鍍覆裝置」 之專利授權。
民國106年4月

取得「印刷基板的影像檢測方法」發明專利。
民國106年8月

本公司股票經核准公開發行。

民國107年3月

成立映利科技有限公司，先進濕製程在地化。
民國108年11月

完成經濟部產創計畫-軟板微細線寬與智慧製造技術開發計劃。
民國109年8月
設立印度子公司「SYNDIA INDIA PRIVATE LIMITED」。
民國109年11月
取得「頎晶科技股份有限公司」51%股權。
民國109年12月
取得「可撓性基板水埤濕製程方法」發明專利。
民國110年4月
以股份交換方式與迅得機械股份有限公司進行合作
【經營理念】
聯策科技股份有限公司以『視覺設備&應用』、『濕製程設備&材料』及『生產設備』三大產品為營運主軸，產品可廣泛應用於印刷電路板、光電、與半導體等相關領域，並提供原物料、耗材與技術整合服務。現有產品用途主要可應用於傳統大量產電路板、軟板專用、薄板及載板等專用機，其中外觀檢查設備市佔率第一的 Visper 外觀檢測設備 ( AVI ) 已廣泛應用於台灣、大陸以及泰國等知名 PCB 企業；而視覺智慧應用可用於對位、量測、檢測、辨識等應用，暨各式客製化生產、品質監測及工業 4.0 智慧工廠之視覺應用開發，公司為客戶提供全方位的產品與服務，『以智慧製造創造客戶競爭力』的使命及以『客戶導向』的承諾，為公司經營之理念。
【未來展望】

   一、短期業務發展計畫
     (1)厚植人才與營運能力。

(2)深耕研發技術。

    (3)擴大代理業務與拓展市場。

    (4)強化技術合作。

(5)落實在地生產與服務。

(6)開發未來潛力產品。

二、長期業務發展計畫
公司以『視覺設備&應用』、『濕製程設備&材料』、『生產設備』及智慧化系統整合為公司四大產品發展重點，除持續投入視覺與自動化新研發技術外，也將持續引進國外最新推出具競爭力之新產品，以提供客戶更完整之多元產品線，同時結合特用材料專業應用，深根技術強化設備系統串連架構，透過擴大整合行銷，強化產業鏈的合作關係，並朝工業4.0自動化設備整合應用、視覺應用技術方向發展，持續加強提供高附加價值之服務，期能成為客戶自動化設備最佳合作夥伴。


	風險事項說明(登錄戰略新板公司適用)

	不適用





	主要業務項目：

主要係視覺與自動化設備、智慧製造實施方案。                                           

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：
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	產品名稱
	產品圖示

及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(千元)
	佔總營收

比重(%)

	視覺自動化&應用&智慧製造
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	係結合視覺軟、硬體技術，提供客戶在光學定位、量測、對位、貼合、監控、識別及外觀檢查...等應用的解決方案與設備，滿足客戶在生產管控及品質檢驗等方面需求，主要應用於印刷電路板、軟板、IC 載板與封裝、HDI高密度連接板等電子產業。
	769,963
	61.54

	濕製程設備＆材料
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	印刷電路板的製作過程複雜，應用印刷、照相、蝕刻及電鍍等技術製造細密的配線，為因應終端品產品走向輕薄短小化，關鍵零組件的電路板製造商積極投入細線路、微間距等高階板材的研發與應用，推出高階濕製程與先進製程等應用設備。
材料係有用於特殊處理可有效提高電流效益並降低電鍍添加劑損耗之不溶性陽極；用於印刷電路板之鍍通孔、表面粗化及最終表面處理等製程之藥劑；用於硬板、軟板以及軟硬結合板之化鎳金產品。
	149,219
	11.93

	生產設備
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	154,113
	12.32

	其他
	售後服務及所銷售設備之周邊零配件與耗材等
	售後服務及所銷售設備之周邊零配件與耗材等
	177,806
	14.21

	合     計
	1,251,101
	100.00


                                                                          

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  

單位：新臺幣千元                      

	年度

項目
	105年

(註1)
	106年

(註1)
	107年

(註1)
	108年
(註1)
	109年
(註1)
	 110年截
至 9月份止
(自結數)(註2)

	營業收入
	890,937
	920,020
	923,863
	927,182
	1,251,101
	1,061,611

	營業毛利
	219,994
	237,007
	262,520
	259,094
	301,234
	225,957

	毛利率(%)
	24.69
	25.76
	28.42
	27.94
	24.08
	21.28

	營業外收入
	3,576
	5,162
	27,616
	21,395
	13,951
	43,661

	營業外支出
	(12,805)
	(16,602)
	(2,182)
	(30,307)
	(21,512)
	(14,572)

	稅前損益
	47,857
	66,338
	83,024
	47,254
	82,763
	55,876

	稅後損益
	29,929
	51,870
	60,818
	34,945
	69,388
	35,465

	每股盈餘（元）
	1.28
	2.13
	2.49
	1.43
	2.64
	0.71

	股利發放
	現金股利(元/股)
	7.0
	1.2
	1.2
	1.2
	0.54
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元/股)
	-
	-
	-
	-
	0.9
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元/股)
	-
	-
	-
	-
	0.18
	-


註1：105年度~109年度之財務資訊係依IFRS編制，並經會計師查核簽證。
註2：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	最近五年度簡明資產負債表

         單位：新臺幣千元
                    單位：新台幣仟元

	年度

項目
	105年

(註1)
	106年

(註1)
	107年

(註1)
	108年
(註1)
	109年
(註1)

	流動資產
	1,021,280
	929,329
	1,188,875
	1,277,470
	1,640,513

	不動產、廠房及設備
	17,612
	14,831
	17,057
	10,174
	80,913

	無形資產
	2,206
	2,414
	1,746
	3,155
	8,373

	其他資產
	26,646
	32,503
	30,740
	48,795
	64,802

	資產總額
	1,067,744
	979,077
	1,238,418
	1,339,594
	1,794,601

	流動

負債
	分 配 前
	253,025
	283,501
	437,777
	558,794
	939,795

	
	分 配 後
	423,825
	312,781
	467,057
	588,074
	954,435

	長期負債
	-
	-
	76,900
	46,140
	15,380

	其他負債
	13,580
	14,492
	13,896
	25,147
	28,949

	負債

總額
	分 配 前
	266,605
	297,993
	528,573
	630,081
	984,124

	
	分 配 後
	437,405
	327,273
	557,853
	659,361
	998,764

	股本
	244,000
	244,000
	244,000
	244,000
	244,000

	資本公積
	408,000
	237,200
	237,200
	237,200
	237,200

	保留

盈餘
	分 配 前
	157,663
	209,705
	241,355
	246,583
	281,702

	
	分 配 後
	157,663
	180,425
	212,075
	217,303
	267,062

	其他權益
	(8,524)
	(9,821)
	(12,718)
	(18,270)
	(15,704)

	非控制權益
	-
	-
	8
	-
	63,279

	股東權益總額
	分 配 前
	801,139
	681,084
	709,837
	709,513
	810,477

	
	分 配 後
	630,339
	651,804
	680,557
	680,233
	795,837


註1：105年度~109年度之財務資訊係依IFRS編制，並經會計師查核簽證。
                                                    

	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	107年
	108年
	109年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	28.42
	27.94
	24.08

	
	流動比率(%)
	271.57
	228.61
	174.56

	
	應收帳款天數(天)
	140.51
	150.70
	155.10

	
	存貨週轉天數(天)
	50.50
	59.16
	47.30

	
	負債比率(%)
	42.68
	47.04
	54.84


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image12.png]



公司概況資料表





 � (






































PAGE  
3

